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V roce 1903 podal německý vynálezce Albert Hanson prvńı patent na
zař́ızeńı podobné PCB, které vyrobil pro použit́ı v telefonńıch systémech.
Zař́ızeńım byl plochý vodič pro v́ıcevrstvou izolačńı desku. Deska měla kon-
strukci s pr̊uchoźımi otvory a vodiče na obou stranách, stejně jako dnes po-
kovené desky plošných spoj̊u s pr̊uchoźımi otvory. V roce 1925 americký
vynálezce Charles Ducas vytvořil vodivé cesty na izolačńım podkladu. T́ım
byl položen základ pro desky plošných spoj̊u tak, jak je známe dnes. Char-
les Ducas si sv̊uj výtvor nechal patentovat pod názvem

”
technika natisklého

drátu“. Tehdy se ovšem tato technologie př́ılǐs neujala.
Prvńı funkčńı deska plošných spoj̊u byla vytvořena až v roce 1943, a to
Australským inženýrem Paulem Eislerem. Ten chemicky vyleptal obvod na
měděnou fólii, kterou nalepil na nevodivou sklolaminátovou desku. Během
druhé světové války byly v Anglii a Americe desky plošných spoj̊u použity
k vývoji pojistkových obvod̊u do dělostřeleckých granát̊u a bomb. Americká
armáda zvýšila produkci desek plošných spoj̊u pomoćı metod automatické
montáže. Byly vytvořeny oboustranné plošné spoje, s pokovenými otvory,
pomoćı nichž se přenášel elektrický signál mezi jednotlivými stranami de-
sek. Při výrobě desek byly použity zinkové desky s korozivzdornými povlaky,
které zabraňovali degradaci. V té době se také začaly použ́ıvat prvńı tranzis-
tory, které výrazně vylepšili použit́ı a spolehlivost elektrických obvod̊u.
Prvńı významné poválečné použit́ı PCB přǐslo v roce 1947 s tranzistorem Bell
Labs. Jak v 50. letech nar̊ustalo napět́ı mezi Spojenými státy a Sovětským
svazem během studené války, každá strana musela pośılit své komunikačńı
schopnosti, aby držela krok s vývojem na nepřátelské frontě. Stejně jako El-
vis Presley poprvé zasáhl televizńı obrazovky a zatřásl pánv́ı na

”
Heartbreak

Hotel“, americká armáda si v roce 1956 patentovala
”
Processing of Assemb-

ling Electrical Circuits“.
Během 60. let minulého stolet́ı přineslo zavedeńı integrovaných obvod̊u re-
voluci ve vývoji desek plošných spoj̊u, protože jeden čip mohl nahradit v́ıce
součástek. S přidáńım integrovaných obvod̊u se zvyšoval i počet vodivých
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vrstev v deskách plošných spoj̊u. T́ım vznikaly tzv. v́ıcevrstvé plošné spoje.
T́ım se sice elektronika zmenšila, ale zato se velice zt́ıžila jej́ı výroba. Desky
plošných spoj̊u se použ́ıvaly předevš́ım v kalkulačkách, pokladnách a daľśıch
jednoduchých zař́ızeńıch.
Pro zjednodušeńı a sńıžeńı chybovosti pájeńı byla zavedena pájećı maska vy-
robená z tenkého polymeru. Na elektrický obvod byl aplikován fotocitlivý
polymerńı povlak. V budoucnu se tato metoda stala standardem.
V 70. letech se PCB začaly objevovat v digitálńıch hodinkách a některých z
prvńıch videoher a osobńıch poč́ıtač̊u na světě.
V 80. letech se začaly použ́ıvat takzvané bezvývodové součástky (SMT).
Tyto součástky jsou určeny pro povrchovou montáž př́ımo na desku plošných
spoj̊u. Dı́ky tomu se mohla elektronika dále zmenšovat a zlevňovat.
V 80. letech byly obvody kresleny pomoćı šablon. Se vzestupem poč́ıtač̊u byly
zavedeny také poč́ıtačové návrhy desek plošných spoj̊u. To vedlo ke zvýšeńı
efektivity při kresleńı i složitěǰśıch obvod̊u.
Tehdy se desky plošných spoj̊u použ́ıvali např́ıklad v poplašných rádíıch, vi-
deorekordérech, herńıch konzoĺıch Atari, CD přehrávač́ıch a v bezdrátových
telefonech.
V 90. letech byly vynalezeny tzv. BGA součástky. To jsou součástky, které
maj́ı vývody pouze na své spodńı straně. Se zvýšenou složitost́ı obvodu se
staly př́ısněǰśı i zp̊usoby rozložeńı součástek a cest na desce plošných spoj̊u.
Proto byly v dps s vysokou hustotou cest a součástek zavedeny mikropro-
kovy. Dı́ky tomu bylo možné vyrábět flexibilńı desky plošných spoj̊u.
V roce 2006 byla vyvinuta technika pro propojeńı vrstev.
V roce 2010 se zvýšila obliba přenosných zař́ızeńı, jako jsou tablety a mo-
bilńı telefony. V d̊usledku toho bylo jednou z největš́ıch změn zaznamenaných
během roku 2017 širš́ı uplatněńı substrátového materiálu v HDI PCB pro im-
port technologie system-in-package (SiP).
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